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1.目的

受注に際して、顧客の回路部品が要求基板面積内に実装できるかどうかの判断を行うために本基準を

定める。

2.部品面積

実装部品正味の面積を表す。

半田付け部の外形

a
b

c
d

部品の外形

基板上に搭載される電子部品の平面積をＸＹ軸の長方形面積として表す。

部品面積Ｓp＝縦（ a または c の大きい方）×横（ b または d の大きい方）

縦 a、b：部品外形の一番大きい部分　(2)横 c、d：部品の半田付け部分の一番外側

自動挿入品のようにリード線がクリンチされる部品は、クリンチスペースも考慮した寸法になる。

これらの面積を顧客単位で仕様別にデータベース化しておく。

3.仕様係数

2.の部品面積を要求基板内に収めるには、各社各様の設計仕様により、実装面積が異なる。

そこで、この設計仕様を下記のように細分化し、社内統一の係数とし、表化しておく。

組立係数（α）

回路係数（β）

層係数（γ）

3.1 組立係数
部品の種類（自動挿入品、手挿入品、等）によって組立性に差があるため、それを配慮した係数で

ある。

自動挿入品であれば、マシンによって挿入できる最小隣接が異なり、手挿入品であれば、指の入れ

られるスペースが必要となる。

組立ＩＤ 組立面 部品種類 組立係数（α）
A1 部品面 アキシャル 1

M1 部品面 チップ 1.02

M2 半田面 チップ 0.4

CN1 部品面 コネクタ 1.4

ＨO1 部品面 放熱板 1.3

I1 部品面 異形 1.1

Ｒ1 部品面 ラジアル 1.05

T1 部品面 手挿入 1.2

半田面実装部品は、正味加算される面積にはならない。

3.2 回路係数
パターンの最小幅、沿面に対する係数であり、各数値が大きければ基板面積も大きくなる。

ピン間に通せる本数により密集度も変化するが、本係数で代用する。

高圧回路の係数(βH)＝高圧幅係数（βHh ）×高圧沿面係数（βHe ）

低圧回路の係数(βL)＝信号幅係数（βLs ）×Ｖｃｃ幅係数（βLv ）
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×ＧＮＤ幅係数（βLg ）×低圧沿面係数（βLe ）

3.3 高圧幅係数
回路ＩＤ 高圧幅 高圧幅係数（βHh）

H1 1 1

H1 1.5 1.05

H1 2 1.1

H1 3 1.2

H1 4 1.3

3.4 高圧沿面係数
回路ＩＤ 高圧沿面 高圧沿面係数（βHe ）

H1 1.5 1

H1 2 1.05

H1 2.5 1.1

H1 3 1.2

3.5 信号幅係数
回路ＩＤ 信号幅 信号幅係数（βLs ）

L1 0.2 1

L1 0.3 1.05

L1 0.4 1.1

L1 0.5 1.2

3.6Ｖｃｃ幅係数
回路ＩＤ Ｖｃｃ幅 Ｖｃｃ幅係数（βLv ）

L1 1 1

L1 2 1.1

L1 3 1.2

3.7ＧＮＤ幅係数
回路ＩＤ ＧＮＤ幅 ＧＮＤ幅係数（βLg ）

L1 1 1

L1 2 1.1

L1 3 1.2

3.8 低圧沿面係数
回路ＩＤ 低圧沿面 低圧沿面係数（βLe ）

L1 0.2 1

L1 0.3 1.05

L1 0.4 1.1

L1 0.5 1.15

3.9 層係数
片面、両面、多層、銀ｽﾙｰの各設計のやり方の違いによる係数を表す。

層ＩＤ 層仕様 層係数（γ）

１Ｓ１ 片面 1.2

２Ｓ１ 両面銅ｽﾙｰ 1

２Ｓ２ 両面銀ｽﾙｰ 1.15

４Ｓ１ ４層 0.8

注）①　片面の場合はｼﾞｬﾝﾊﾟｰが必要となるが、この係数で代用する。

② 片面以外の仕様で表裏導通用ｽﾙﾎｰﾙ径によって多少差が考えられるが、この係数で統一する。

4.組立係数面積
組立係数面積は個々の部品面積に組立係数を乗じ、それに使用数を乗じた値である。それを高圧回

路（回路ＩＤ＝Ｈ１）と低圧回路（回路ＩＤ＝Ｌ１）に分類して集計する。

組立係数面積（Ｓα）＝高圧組立係数面積（ＳαH）＋低圧組立係数面積（ＳαL）

ＳαH＝Σ（Ｓp×α×ｎ）

ＳαL＝Σ（Ｓp×α×ｎ）　　　　ｎ：使用数

5.回路係数面積
高圧回路と低圧回路に対する組立係数面積に回路係数を乗じた部品面積である。
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回路係数面積（Ｓβ）＝高圧回路係数面積（ＳβH）＋低圧回路係数面積（ＳβL）

ＳβH＝ＳαH×βHh×βHe

ＳβL＝ＳαLβLs×βLv×βLg×βLe

6.回路部品面積
回路係数面積に層係数を乗じて表す。

この値が部品正味面積に設計仕様を加味して計算した面積である。

回路部品面積（ Ｓb ）＝回路係数面積（Ｓβ）×層係数（γ）

7.回路部品外面積
電子部品を実装出来ない部分（デッドスペース）、及び組立生産上必要な面積を表す。

一般には基板取付用、自動機関連、半田槽関連、等の面積である。

本試算では、基板周囲５ｍｍの範囲の面積（Ｓo）とそれ以外の部品配置及びパターンの禁止範囲

（Ｓk）を合計して、基本的な部品外面積とする。

回路部品外面積の一部（Ｓo）

Ｂ 回路部品面積（Ｓb）＝Ａ×Ｂ

Ｄ

Ｃ
標準基板面積（Ｓ）＝Ｃ×Ｄ

５

５

Ａ

要望基板サイズをＣＣ×ＤＤとし、その一辺ＣＣが上図のＣに等しいとして計算すると、

（Ｓo）＝｛Ｓb／（Ｃ－１０）＋１０｝×５×２＋（Ｃ－１０）×５×２

回路部品外面積（Ｓd）＝Ｓo＋Ｓk

8.標準基板面積
標準基板面積（Ｓ）＝回路部品面積（Ｓb）＋回路部品外面積（Ｓd）

試算による基板サイズ（Ｃ×Ｄ）は、

Ｃ＝要望基板サイズの一辺（ＣＣ）、Ｄ＝Ｓ／Ｃ

9.余裕率

要望基板面積（サイズ）に対する試算標準基板面積比で表す。

余裕率（δ）％＝要望基板面積（ＣＣ×ＤＤ）／標準基板面積（Ｓ）×１００

余裕率が１００％以下になれば、密集度が高くなることを意味し、その程度によって密集度係数の値

が変化する。

しかし、余裕率がある値以下になれば設計不可となるポイントを明確にしておく必要がある。

10.アプリケーション：Access、Excel 使用（ﾌｧｲﾙ名：機種名基板面積）

　10.1 データベース
Excel（シート名：ＤＢ）：顧客単位で作成

部品ＩＤ 部品名称 組立ＩＤ 回路ＩＤ 横 縦 端子数

BD001 DBB10E I1 H1 10 10 4

C001 25V3.3μＦ R1 L1 9 5 2

上記ＤＢに新規部品をデータ付加し、機種単位でシートをコピーして「部品リスト」を作成する。

部品名称 数（使用数）

DBB10E 4

50V3.3μF 8

　10.2 テーブル
10.1 のＤＢ、及び部品リストを基にＡｃｃｅｓｓで面積計算する。

インポートして作成する。

(1)部品面積ＤＢ
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＜項目＞部品ＩＤ、部品名称、回路ＩＤ、組立ＩＤ、横（寸法）、縦（寸法）、端子数

面実装部品についてのみ部品面実装と半田面実装が考えられるため、組立ＩＤ欄は２種類。

組立ＩＤは部品名称に対して固定化する。

回路ＩＤは部品に応じて多少変わる可能性があるが、ここでは決め打ちする。

部品ＩＤ 部品名称 組立ＩＤ 回路ＩＤ 横 縦 端子数

BD001 DBB10E I1 H1 10 10 4

C001 25V3.3μＦ R1 L1 9 5 2

(2) 組立係数

(3) 機種別部品ﾘｽﾄ

回路図から抽出した Excel ﾘｽﾄ（ﾌｧｲﾙ：機種名部品面積）を Access のﾃｰﾌﾞﾙにｲﾝﾎﾟｰﾄする。

部品名称 数（使用数）

DBB10E 4

50V3.3μF 8

　10.3 クェリー（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞｭｰ使用）
(1) 部品の正味面積を使用数を含め計算（部品ﾘｽﾄに応じた一覧作成）
上記ﾃｰﾌﾞﾙの(1)と(3)から作成（ﾌｧｲﾙ：機種名組立係数面積）

組立係数面積：横×縦×数×組立係数（shift＋ｆ２）

下記分類設定後、！（実行）を実施。

回路ID 部品名称 横 縦 数 組立係数 組立係数面積 端子数

H1 DBB10E 10 10 4 1.1 440 4

L1 50V3.3μF 9 4 8 1.05 302 2

　10.4 レポート（ﾚﾎﾟｰﾄｳｨｻﾞｰﾄﾞ使用）
上記ｸｪﾘｰから面積集計用ﾚﾎﾟｰﾄを回路の種類に応じて作成。（ﾌｧｲﾙ名：組立係数面積）

数、組立係数面積、端子数は集計で合計設定。

＜高圧回路＞

回路ＩＤ 部品名称 数 組立係数面積 端子数

H1 DBB10E 4 440 4

合計　　　　　　51　　　13491

＜低圧回路＞

回路ＩＤ 部品名称 数 組立係数面積 端子数

L1 50V3.3μF 8 302 2

合計　　　　　 663　　　23103

総計　　　　　 714　　　36594

　10.5 標準基板面積（サイズ）計算
その結果を 10.1 と同じファイルのシートに入力する（シート名：基板サイズ）。

　10.6 結果表

● レポート結果の数値を入力

組立係数面積 面積 使用数 端子数

高圧回路 13491 51 187

低圧回路 23103 663 1611

計 36594 714 1798

● 基準表から選択して入力
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高圧幅係数 3 1.3

高圧沿面係数 2.5 1.2

信号幅係数 0.3 1.1

Ｖｃｃ幅係数 1 1

ＧＮＤ幅係数 2 1.1

低圧沿面係数 0.4 1.1

層係数 片面 1.2

● 算出基板面積、サイズ

高圧回路係数面積 21046

低圧回路係数面積 30750

回路係数面積 51796

回路部品面積 62155

基板の一辺（Ｃ） 240 ←仮入力

基板周囲ﾃﾞｯﾄﾞ（Ｓo） 5102

基板周囲外ﾃﾞｯﾄﾞ（Ｓk） 300

回路部品外面積（Ｓo＋Ｓk） 5402

標準基板面積 67557

縦 横

試算基板ｻｲｽﾞ（Ｃ×Ｄ） 240 281

要望基板ｻｲｽﾞ 240 293

余裕率 104 %

　10.7 回路係数面積の計算
高圧回路と低圧回路それぞれについて各回路係数を基準表から数値を選択して、ﾚﾎﾟｰﾄ結果の

組立係数面積に乗じ、計算する。

＜例＞

(1)回路係数　　高圧幅＝3ｍｍ→係数＝1.3

高圧沿面＝2.5ｍｍ→係数＝1.2

信号幅＝0.3ｍｍ→係数＝1.1

Ｖｃｃ幅＝1ｍｍ→係数＝1

ＧＮＤ幅＝1ｍｍ→係数＝1

低圧沿面＝0.4ｍｍ→係数＝1.1

(2) 高圧回路係数面積＝13491×1.3×1.2＝21046
(3) 低圧回路係数面積＝23103×1.1×1×1.1×1.1＝30750
(4) 回路係数面積＝高圧回路係数面積＋低圧回路係数面積＝51796

　10.8 回路部品面積Ｓbの計算
回路係数面積に層係数を乗じて計算。

＜例＞

(1)層係数　　　片面→係数＝1.2

(2)回路部品面積Ｓb＝51796×1.2＝62155

　10.9 回路部品外面積
＜例＞

基板周囲ﾃﾞｯﾄﾞ（Ｓo）={62155/(240-10)+10}×5×2+(240-10) ×5×2=5102

基板周囲ﾃﾞｯﾄﾞ（Ｓk）=300（穴）
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回路部品外面積＝5102+300＝5402

　10.10 標準基板面積
＜例＞

試算による基板面積は＝62155+5402＝67557

　10.11 基板サイズ

＜例＞

基板一辺を 240（Ｃ）とすると、Ｄ＝67557/240＝281

　10.12 余裕率
＜例＞

要望基板サイズ（面積＝240×293＝70320）との比較で、余裕率＝70320/67557×100＝104％

試算上の密集度は係数的に１と計算できる。

以上の結果を見積書に「密集度係数」として反映させる。
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